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Wireless Design-In
Module fUr lhre loT-LOosung

Sehr geehrter Abonnent,

in diesem Newsletter mochten wir sie tUber die
neuesten Produkte zum Thema Cellular 5G, Wi-Fi und
Bluetooth informieren.

Sollten Sie allgemeine Fragen zu diesen Produkten
oder andere Wireless Themen haben, zégern Sie
nicht, mich anzusprechen. Wir stehen gerne Rede und
Antwort.

Carsten Pfaff
Geschaftsfiuhrer

E-Mail: c-pfaff@hy-line.de
Tel.: +49 89 614 503 236

% Whitepaper

eUICC - Ein Wendepunkt fiir das loT

In drei Jahrzehnten hat die SIM-Karte einen langen Weg zuriickgelegt. Die neueste
Version als Anwendung, die auf eUICC-fahigen Karten lauft, bietet eine Reihe von
Vorteilen und erdffnet loT-Betreibern leistungsstarke Anwendungsfélle. In diesem
Whitepaper werden diese Vorteile sowie die Entwicklung dieser Technologie und
ihre nachsten Schritte untersucht.

Jetzt Whitepaper Downloaden


mailto:c-pfaff@hy-line.de
https://www.hy-line-group.com/newsletter/hcp/%readonline%
https://www.hy-line-group.com/de-de/newsroom/whitepaper/freisetzung-der-leistung-der-euicc-fuer-iot-nutzer~w17012

5G NR Sub-6 GHz Modul

EM9291

= Globale Netzabdeckung

s DUAL SIM mit schnellem
Umschalten

m Zertifiziert fUr Private Networks
CBRS

= M.2 PCle 3 Gen./USB 3.1

Weitere Informationen

Dual-Band Wi-Fi 6 plus
Bluetooth Combo SDIO Modul

SX-SDMAX

» Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax)

= Bluetooth v5.3 (BR/EDRI/LE)
= Antenne: MHF1 x1

= 10-15 Year Lifecycle

Informationen anfordern

SIERRA

WIRE LEBS

Bluetooth Low Energy Module
mit UF.L Connector

PAN1770

s U.FL-Anschluss flr externe
Antenne

= Nordic nRF52840 mit ARM Cortex-
M4F mit 64 MHz

» Bluetooth 5.1 LE einschlieRlich LE
2M und LE Coded PHY

m |ntegrierter 1 MB Flash-Speicher
und 256 kB interner RAM

Weitere Informationen

silex

technolaogy


https://www.hy-line-group.com/de-de/produkte/wireless-module-und-halbleiter/mobilfunk-gnss/5g-highspeed/em9291~p17126
https://www.hy-line-group.com/de-de/produkte/wireless-module-und-halbleiter/bluetooth/bluetooth-5/pan1770~p15795
https://www.hy-line-group.com/de-de/produkte/wireless-module-und-halbleiter/wifi-wlan/wlan-bluetooth-kombinationen/sx-sdmax~p17119

Hostless WiFi 4 mit Bluetooth
5.1

Sterling-EWB

s AT-Command Set
s Starke MCU Cortex M4
s Kleiner Formfaktor
= Softwarestack on Board

Weitere Informationen
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